Лабораторная работа №1

По дисциплине:

«Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ»

Тема: «Исследование характеристик БИС и СБИС

и параметров ячеек ЭВМ на их основе»

1а – Исследование зависимости характеристик БИС и СБИС от уровня микроэлектронной технологии и типа схемотехники.

Таблица значений параметров

Параметры
Тип логики:                                                             МЛР, мкм:




1
1,5
2
2,5
3

Степень интеграции БИС,   ЭЛЭ






Рассеиваемая крист. мощн., Вт






Задержки на  лог, элементах, нс






Задержка в связях кристалла, нс






Число требуемых выводов кристалла






Выход годных кристаллов






Стоимость БИС,       усл.ед.






Стоимость 1 ЛЭ БИС,     усл.ед






Интенсивность отказов,       1/ч






Таблица значений параметров

Параметры
МЛР, мкм:                                            Тип логики:   


ЭСЛ
ТТЛ
ТТЛШ
nМОП
КМОП

Степень интеграции БИС,   ЭЛЭ






Рассеиваемая крист. мощн., Вт






Задержки на  лог, элементах, нс






Задержка в связях кристалла, нс






Число требуемых выводов кристалла






Выход годных кристаллов






Стоимость БИС,       усл.ед.






Стоимость 1 ЛЭ БИС,     усл.ед






Интенсивность отказов,       1/ч






Дата: 

Группа: 

Бригада  №   в составе:


1б – Компоновка функциональных узлов (ячеек) ЭВМ на БИС и СБИС и исследование значений параметров узлов.

Таблица значений параметров

Параметры устройств
Варианты расчета конструкций блоков


1
2
3
4
5
6

Параметры БИС:

Тип логики







Мин. Литогр. размер,     мкм







Степень интеграции БИС,   ЭЛЭ







Тип корпуса БИС







Число выводов корпуса БИС







Параметры ячейки:

Число корпусов БИС на ПП







Число внешних выводов в ячейке







Размеры ПП,                       мм







Число сигнальных слоев в ПП







Тип плотности ПМ







Рабочая площадь ПП,            мм2







Площадь ПМ на 1 слой ПП, мм2







Дата: 

Группа: 

Бригада  №   в составе:


